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Die Fachzeitschrift PLUS 
enthält exklusive Mitglieder-
Informationen folgender 
Fachverbände:

InternatIonal  
MIcroelectronIcs  
and packagIng socIety – 
deutschland e. V. 
tel. +49 3677 69-3381 
martin.schneider-ramelow@imaps.de  
www.imaps.de
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dVs – deutscher Verband  
für schweißen und  
verwandte Verfahren e. V. 
tel. +49 211 1591-0 
romina.krieg@dvs-hg.de 
www.dvs-ev.de
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tel. +49 911 5302-9100 
info@3dmid.de, www.3dmid.de
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tel. +49 30 340 60 30 50 
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Fachverband pcB  
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tel. +49 69 6302-437 
pcB-es@zvei.org, www.zvei.org
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tel. +49 69 6302-276 bzw. -251 
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org
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eIpc – der europäische  
elektronik-Verband  
tel. +31 46 4264258 
www.eipc.org

Glas als Baugruppenträger in der Elektronikfertigung ermöglicht 
höhere Datenübertragung - auch für KI-Anwendungen
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Titelbild

www.leiton.de –  
Die umfangreichste 
Onlinekalkulation bietet 
neben ausgefallenen Technologien wie Impedanzen, 
Aluminium- und Kupferträger-, Dickkupfer-, Flex- und 
Starrflex-Leiterplatten nun auch Rogers-HF-Hybrid-
Multilayer an. Vieles von den Sondertechnologien ist auch 
in der Onlinekalkulation verfügbar.

Haben Sie Fragen?  
Dann rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-Mail:  
Telefon 030-7017349 oder kontakt@leiton.de

Wir beraten Sie auch gerne persönlich.
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